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１．2024 年５月期の業績（2023 年６月 1 日～2024 年５月 31 日） 

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率） 

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2024 年５月期 89,109 △2.0 10,312 △7.7 10,152 △7.7 7,146 △6.2
2023 年５月期 90,936 22.2 11,177 47.9 11,001 45.4 7,618 48.6

１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

円  銭 円  銭 ％ ％ ％ 

2024 年５月期 222.47 － 9.0 8.3 11.6 
2023 年５月期 237.16 － 10.4 9.6 12.3 

（参考）持分法投資損益 2024 年５月期 － 百万円 2023 年５月期 － 百万円 

(2) 財政状態

総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

百万円 百万円 ％ 円  銭 

2024 年５月期 121,181 81,589 67.3 2,539.85 
2023 年５月期 124,339 76,396 61.4 2,378.18 

（参考）自己資本 2024 年５月期 81,589 百万円 2023 年５月期 76,396 百万円 

(3) キャッシュ･フローの状況

営業活動による 
キャッシュ･フロー 

投資活動による 
キャッシュ･フロー 

財務活動による 
キャッシュ･フロー 

現金及び現金同等物 
期末残高 

百万円 百万円 百万円 百万円 

2024 年５月期 18,567 △18,260 △2,078 19,478 
2023 年５月期 14,272 △10,494 △1,862 21,240 

２．配当の状況 

年間配当金 
配当金総額 
（合計） 

配当性向 
純資産 
配当率 

第 1 

四半期末 

第 2 

四半期末 

第 3 

四半期末 
期 末 合 計 

円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 百万円 ％ ％

2023 年５月期 － 32.00 － 32.00 64.00 2,055 27.0 2.8 
2024 年５月期 － 32.00 － 0.00 32.00 1,027 14.4 1.3 

2025 年５月期(予想) － － － － － － 

（注）2024 年４月 25日付けで公表した「2024年５月期の期末配当予想の修正（無配）に関するお知らせ」に記載のとおり、信越化学工業

株式会社（以下、「公開買付者」という。）による当社普通株式の公開買付けを踏まえ 2024 年５月期の期末配当は行いません。ま

た、2024 年６月 20 日付で公表した「当社関係会社である信越化学工業株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始に関

する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」に記載のとおり、公開買付者による本公開買付け及びその後の一連の手続を実

施することにより、当社株式が上場廃止となる予定であることから 2025 年５月期の配当予想は記載していません。 

３．2025 年５月期の業績予想（2024 年６月１日～2025 年５月 31 日） 

2024 年６月 20 日付で公表した「当社関係会社である信越化学工業株式会社による当社株式に対する公開買付けの開
始に関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」に記載のとおり、公開買付者による本公開買付け及びその後の一
連の手続を実施することにより、当社株式が上場廃止となる予定であることから 2025年５月期の業績予想は記載していま
せん。 



 

※ 注記事項 
 

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無 
② ①以外の会計方針の変更 ： 無 
③ 会計上の見積りの変更 ： 無 
④ 修正再表示 ： 無 

 
(2) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 2024 年５月期 35,497,183 株 2023 年５月期 35,497,183 株 

② 期末自己株式数 2024 年５月期 3,373,565 株 2023 年５月期 3,373,211 株 

③ 期中平均株式数 2024 年５月期 32,123,908 株 2023 年５月期 32,124,283 株 

 
※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 

2024 年６月 20 日付で公表した「当社関係会社である信越化学工業株式会社による当社株式に対する公開買付けの
開始に関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」に記載のとおり、公開買付者による本公開買付け及びその
後の一連の手続を実施することにより、当社株式が上場廃止となる予定であることから 2025 年５月期の業績予想は記
載していません。 
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１．経営成績等の概況 

(1) 当期の経営成績の概況 

①全般の概況 
当事業年度におけるわが国経済は、世界的な資源価格高騰や海外経済の下振れなどの影響を受

けたものの設備投資や個人消費が持ち直すなど、全体として緩やかな回復基調となりました。 

半導体シリコンウエハーの生産は引き続きデバイス市場における在庫調整の影響を受けまし

たが、当社の主要なユーザーである半導体関連各社の設備投資は底堅く推移しました。 

このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、

自社開発製品の拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の向上に取り組みました。 

この結果、売上高は 891 億９百万円と前期比 2.0％の減収となり、営業利益は 103 億１千２百

万円（前期比 7.7％減）、経常利益は 101億５千２百万円（同 7.7％減）、当期純利益は 71億４千

６百万円（同 6.2％減）となりました。 

②セグメント別の概況 

セグメント別の経営成績は、次のとおりです。なお、売上高及び利益には、セグメント間の内

部取引に係る金額が含まれています。 

 

半導体事業部 

当事業部はデバイス市場における在庫調整の影響を受けました。 

この結果、当事業部の売上高は 470 億７千９百万円（前期比 11.9％減）、セグメント利益（営

業利益）は 72億４千９百万円（同 11.6％減）となりました。 

産商事業部 

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みました。 

この結果、その他の取扱商品において増収となり、当事業部の売上高は 436億９千５百万円（前

期比 10.9％増）、セグメント利益（営業利益）は 26億円（同 4.4％増）となりました。 

エンジニアリング事業部 
当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通

じて販売しました。 

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。 

この結果、当事業部の売上高は 56億９千万円（前期比 27.3％減）、セグメント利益（営業利益）

は８億６千６百万円（同 22.4％減）となりました。 

(2) 当期の財政状態の概況 

当事業年度末における総資産は、有形固定資産の増加等があったものの、現金及び預金や売上

債権の減少等により、前事業年度末と比較して 31億５千８百万円減少し、1,211 億８千１百万円

となりました。一方、負債合計は未払金の減少等により 83 億５千万円減少し、395億９千２百万

円となりました。純資産合計は、利益剰余金の増加 50 億９千万円等により、815 億８千９百万円

となりました。 
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(3) 当期のキャッシュ・フローの概況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べて

17億６千１百万円減少し、194億７千８百万円となりました。 

各活動別のキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりです。 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は 185億６千７百万円（前期比 42億９千４百

万円増）となりました。これは棚卸資産の増加 11 億３千４百万円や法人税等の支払 52 億９千３

百万円等による資金の減少があったものの、税引前当期純利益 103億１千万円や減価償却費 99億

８千３百万円、売上債権の減少 48 億７千７百万円等により資金が増加したことによるものです。 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は 182億６千万円（前期比 77億６千５百万円

増）となりました。これは当事業年度に実施した設備投資により取得した有形固定資産の支払 229

億３千２百万円等があったことによるものです。 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は 20億７千８百万円（前期比２億１千５百万

円増）となりました。これは配当金の支払 20億５千５百万円等があったことによるものです。 

(4) 今後の見通し 

2024 年６月 20 日付で公表した「当社関係会社である信越化学工業株式会社による当社株式に

対する公開買付けの開始に関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」に記載のとおり、公

開買付者による本公開買付け及びその後の一連の手続を実施することにより、当社株式が上場廃

止となる予定であることから 2025年５月期の業績予想は記載していません。 

(5) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、業績の向上と株主の皆様への利益配分をともに経営の重要課題と位置付けており、経

営基盤強化のために必要な内部留保を確保しつつ、継続的な安定配当を実現していくことを基本

方針としています。内部留保資金につきましては、今後の成長へ向けた事業強化のために有効投

資します。 

当期の配当につきましては、2024 年４月 25 日付で公表した「2024 年５月期の期末配当予想の

修正（無配）に関するお知らせ」に記載のとおり、期末配当を行わないため当期の年間配当金は１

株当たり３２円となります。 

また、次期の配当につきましては、2024年６月 20日付で公表した「当社関係会社である信越化

学工業株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始に関する賛同の意見表明及び応募推奨

のお知らせ」に記載のとおり、公開買付者による本公開買付け及びその後の一連の手続を実施す

ることにより、当社株式が上場廃止となる予定であることから次期の配当予想は記載していませ

ん。 
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２．会計基準の選択に関する基本的な考え方 

当社は、財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で財務諸

表を作成する方針です。 
なお、ＩＦＲＳ（国際財務報告基準）の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に

対応していく方針です。 
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（単位：百万円）

前事業年度
(2023年５月31日)

当事業年度
(2024年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 27,240 20,478

受取手形 961 1,351

売掛金 39,101 33,834

商品及び製品 4,692 4,016

仕掛品 1,370 2,368

原材料及び貯蔵品 4,347 5,158

前渡金 374 41

前払費用 1,368 766

未収還付法人税等 － 51

その他 1,607 1

貸倒引当金 △4 △3

流動資産合計 81,059 68,066

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 21,502 20,997

構築物（純額） 934 1,181

機械及び装置（純額） 8,461 8,192

車両運搬具（純額） 68 59

工具、器具及び備品（純額） 831 1,100

土地 2,686 2,833

リース資産（純額） － 1,024

建設仮勘定 3,298 12,862

有形固定資産合計 37,783 48,252

無形固定資産

ソフトウエア 358 399

その他 451 391

無形固定資産合計 809 790

投資その他の資産

投資有価証券 461 607

長期前払費用 148 89

前払年金費用 － 316

繰延税金資産 3,988 2,974

その他 88 83

投資その他の資産合計 4,687 4,072

固定資産合計 43,280 53,114

資産合計 124,339 121,181

３．財務諸表及び主な注記

(1) 貸借対照表
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（単位：百万円）

前事業年度
(2023年５月31日)

当事業年度
(2024年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 1,315 235

買掛金 29,604 30,367

リース債務 － 59

未払金 9,441 4,938

未払費用 3,008 1,984

未払法人税等 3,172 －

契約負債 644 275

預り金 42 43

役員賞与引当金 94 66

製品保証引当金 16 12

その他 396 505

流動負債合計 47,735 38,488

固定負債

リース債務 － 974

退職給付引当金 41 －

資産除去債務 5 5

その他 160 124

固定負債合計 207 1,103

負債合計 47,943 39,592

純資産の部

株主資本

資本金 18,824 18,824

資本剰余金

資本準備金 18,778 18,778

資本剰余金合計 18,778 18,778

利益剰余金

利益準備金 689 689

その他利益剰余金

別途積立金 7,900 7,900

繰越利益剰余金 34,876 39,967

利益剰余金合計 43,466 48,556

自己株式 △4,772 △4,773

株主資本合計 76,295 81,385

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 140 256

繰延ヘッジ損益 △39 △52

評価・換算差額等合計 100 204

純資産合計 76,396 81,589

負債純資産合計 124,339 121,181
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（単位：百万円）

前事業年度
(自　2022年６月１日
　至　2023年５月31日)

当事業年度
(自　2023年６月１日
　至　2024年５月31日)

売上高 90,936 89,109

売上原価 69,540 73,087

売上総利益 21,395 16,021

販売費及び一般管理費 10,218 5,709

営業利益 11,177 10,312

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 12 15

為替差益 44 29

有価物売却益 15 19

保険解約返戻金 － 32

固定資産売却益 4 3

その他 24 32

営業外収益合計 103 134

営業外費用

支払利息 0 10

固定資産除売却損 277 283

その他 1 1

営業外費用合計 278 294

経常利益 11,001 10,152

特別利益

投資有価証券売却益 － 18

補助金収入 － 100

受取補償金 － 42

特別利益合計 － 160

特別損失

投資有価証券売却損 － 2

特別損失合計 － 2

税引前当期純利益 11,001 10,310

法人税、住民税及び事業税 4,719 2,188

法人税等調整額 △1,336 975

法人税等合計 3,383 3,164

当期純利益 7,618 7,146

(2) 損益計算書
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（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 18,824 18,778 689 7,900 29,121 37,710 △4,770 70,541

当期変動額

剰余金の配当 △1,863 △1,863 △1,863

当期純利益 7,618 7,618 7,618

自己株式の取得 △1 △1

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 － － － － 5,755 5,755 △1 5,753

当期末残高 18,824 18,778 689 7,900 34,876 43,466 △4,772 76,295

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

当期首残高 112 △51 61 70,602

当期変動額

剰余金の配当 △1,863

当期純利益 7,618

自己株式の取得 △1

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

28 11 39 39

当期変動額合計 28 11 39 5,793

当期末残高 140 △39 100 76,396

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度（自  2022年６月１日  至  2023年５月31日）
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（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 18,824 18,778 689 7,900 34,876 43,466 △4,772 76,295

当期変動額

剰余金の配当 △2,055 △2,055 △2,055

当期純利益 7,146 7,146 7,146

自己株式の取得 △1 △1

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 － － － － 5,090 5,090 △1 5,089

当期末残高 18,824 18,778 689 7,900 39,967 48,556 △4,773 81,385

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

当期首残高 140 △39 100 76,396

当期変動額

剰余金の配当 △2,055

当期純利益 7,146

自己株式の取得 △1

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

116 △13 103 103

当期変動額合計 116 △13 103 5,192

当期末残高 256 △52 204 81,589

当事業年度（自  2023年６月１日  至  2024年５月31日）
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（単位：百万円）

前事業年度
(自　2022年６月１日
　至　2023年５月31日)

当事業年度
(自　2023年６月１日
　至　2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 11,001 10,310

減価償却費 8,239 9,983

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 4 △27

製品保証引当金の増減額（△は減少） △56 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） △343 △41

前払年金費用の増減額（△は増加） － △316

受取利息及び受取配当金 △14 △17

支払利息 0 10

為替差損益（△は益） 1 △9

有形固定資産除却損 56 13

受取補償金 － △42

補助金収入 － △100

売上債権の増減額（△は増加） △3,002 4,877

棚卸資産の増減額（△は増加） △4,751 △1,134

仕入債務の増減額（△は減少） 6,797 △316

その他 814 524

小計 18,745 23,709

利息及び配当金の受取額 14 17

利息の支払額 △0 △8

法人税等の支払額 △4,487 △5,293

補償金の受取額 － 42

補助金の受取額 － 100

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,272 18,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △12,000 △4,000

定期預金の払戻による収入 12,000 9,000

有形固定資産の取得による支出 △10,119 △22,932

有形固定資産の売却による収入 9 12

無形固定資産の取得による支出 △142 △196

投資有価証券の取得による支出 △14 △13

投資有価証券の売却による収入 － 43

その他 △227 △174

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,494 △18,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △1 △1

配当金の支払額 △1,861 △2,055

その他 － △21

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,862 △2,078

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,913 △1,761

現金及び現金同等物の期首残高 19,326 21,240

現金及び現金同等物の期末残高 21,240 19,478

(4) キャッシュ・フロー計算書
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(5) 財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（持分法損益等）

該当事項はありません。

（セグメント情報）

１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。

当社は、「半導体事業部」、「産商事業部」及び「エンジニアリング事業部」の３事業部体制で事業展開を行

っており、当該３事業部を報告セグメントとしています。

「半導体事業部」は、プライムウエハーや再生ウエハーなどの半導体材料の加工及び販売を行っています。

「産商事業部」は、計測器、試験機その他精密機器等の販売ならびにそれらに付帯する商品及びエンジニアリン

グ事業部による製作品の販売を行っています。「エンジニアリング事業部」は、半導体関連自動化装置等の開発

及び設計・製作を行っています。

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠し

た方法です。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に

基づいています。
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(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

財務諸表
計上額
(注)２半導体事業部 産商事業部

エンジニア
リング事業部

計

売上高

外部顧客への売上高 53,443 37,493 － 90,936 － 90,936

セグメント間の内部売上高

又は振替高
2 1,907 7,823 9,734 △9,734 －

計 53,446 39,401 7,823 100,671 △9,734 90,936

セグメント利益 8,201 2,490 1,115 11,808 △631 11,177

セグメント資産 61,469 30,134 3,858 95,462 28,877 124,339

その他の項目

減価償却費 8,161 21 19 8,202 37 8,239

減損損失 － － － － － －

有形固定資産及び

無形固定資産の増加額
15,419 85 34 15,539 60 15,600

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前事業年度（自  2022年６月１日  至  2023年５月31日）

(注)１  調整額は、以下のとおりです。

(1) セグメント利益の調整額△631百万円は、セグメント間取引消去です。

(2) セグメント資産の調整額28,877百万円は、セグメント間取引消去△4,970百万円、各報告セグメントに配

分していない全社資産33,848百万円が含まれています。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余

資運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産等です。

(3) その他の項目の減価償却費の調整額37百万円、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額60百万円

は、報告セグメントに帰属しない全社資産に係るものです。

２  セグメント利益は、損益計算書の営業利益と調整を行っています。

３  エンジニアリング事業部は開発部門としての役割に特化しており、販売に関しては産商事業部を通じて行う

ため外部顧客への売上高は発生しません。
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(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

財務諸表
計上額
(注)２半導体事業部 産商事業部

エンジニア
リング事業部

計

売上高

外部顧客への売上高 47,077 42,031 － 89,109 － 89,109

セグメント間の内部売上高

又は振替高
2 1,663 5,690 7,356 △7,356 －

計 47,079 43,695 5,690 96,465 △7,356 89,109

セグメント利益 7,249 2,600 866 10,716 △404 10,312

セグメント資産 63,399 32,144 4,079 99,623 21,558 121,181

その他の項目

減価償却費 9,898 25 22 9,946 36 9,983

減損損失 － － － － － －

有形固定資産及び

無形固定資産の増加額
20,406 7 5 20,419 36 20,456

当事業年度（自  2023年６月１日  至  2024年５月31日）

(注)１  調整額は、以下のとおりです。

(1) セグメント利益の調整額△404百万円は、セグメント間取引消去です。

(2) セグメント資産の調整額21,558百万円は、セグメント間取引消去△3,052百万円、各報告セグメントに配

分していない全社資産24,610百万円が含まれています。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余

資運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産等です。

(3) その他の項目の減価償却費の調整額36百万円、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額36百万円

は、報告セグメントに帰属しない全社資産に係るものです。

２  セグメント利益は、損益計算書の営業利益と調整を行っています。

３  エンジニアリング事業部は開発部門としての役割に特化しており、販売に関しては産商事業部を通じて行う

ため外部顧客への売上高は発生しません。
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前事業年度
(自  2022年６月１日
至  2023年５月31日)

当事業年度
(自  2023年６月１日
至  2024年５月31日)

１株当たり純資産額 2,378.18 円 2,539.85 円

１株当たり当期純利益 237.16 円 222.47 円

前事業年度
(2023年５月31日)

当事業年度
(2024年５月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 76,396 81,589

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) － －

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 76,396 81,589

普通株式の発行済株式数(千株) 35,497 35,497

普通株式の自己株式数(千株) 3,373 3,373

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数(千株)
32,123 32,123

前事業年度
(自  2022年６月１日
至  2023年５月31日)

当事業年度
(自  2023年６月１日
至  2024年５月31日)

１株当たり当期純利益

当期純利益(百万円) 7,618 7,146

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る当期純利益(百万円) 7,618 7,146

普通株式の期中平均株式数(千株) 32,124 32,123

（１株当たり情報）

(注)１  潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。

２  １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

３  １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
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① 名 称 信越化学工業株式会社

② 所 在 地 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

③ 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長　斉藤　恭彦

④ 事 業 内 容
生活環境基盤材料事業、電子材料事業、機能材料事業及び加工・商
事・技術サービス事業

⑤ 資 本 金 119,419百万円（2024年３月31日現在）

⑥ 設 立 年 月 日 1926年9月16日

⑦
大 株 主 及 び 持 株 比 率
（2024年３月31日現在）（注１）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 18.46％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 6.98％

JP MORGAN CHASE BANK 385632
（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）

4.03％

日本生命保険相互会社
（常任代理人　日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

3.85％

株式会社八十二銀行
（常任代理人　日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

2.95％

明治安田生命保険相互会社
（常任代理人　株式会社日本カストディ銀行）

2.68％

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT
（常任代理人　香港上海銀行東京支店）

2.31％

GOVERNMENT OF NORWAY
（常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京支店）

1.99％

STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234
（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）

1.79％

JP MORGAN CHASE BANK 385781
（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）

1.33％

（重要な後発事象）

（当社に対する公開買付け）

当社は、2024年６月20日開催の取締役会において、当社の関係会社である信越化学工業株式会社（以下「公開

買付者」といいます。）による当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下

「本公開買付け」といいます。）に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付け

への応募を推奨する旨の決議をしました。なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の

一連の手続により当社を公開買付者の完全子会社とすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止と

なる予定であることを前提として行われたものです。

(1) 公開買付者の概要
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⑧ 当社と公開買付者の関係

資 本 関 係

2024年６月20日現在、公開買付者は当社株式を13,733,824株（所有割
合（注２）：42.75％）直接所有し、公開買付者の完全子会社である信
越半導体株式会社を通じて当社株式を359,424株（所有割合（注２）：
1.12％）間接所有しており、合わせて当社株式を14,093,248株（所有
割合（注２）：43.87％）所有することにより、当社を持分法適用関連
会社としています。

人 的 関 係
2024年６月20日現在、当社の監査役のうち１名が公開買付者の出身で
す。

取 引 関 係
公開買付者は当社に対して、公開買付者グループの半導体シリコンウ
エハーの加工委託等を行っています。当社は公開買付者グループに対
して、製商品の販売等を行っています。

関 連 当 事 者 へ の
該 当 状 況

当社は公開買付者の持分法適用関連会社であるため、関連当事者に該
当します。

(注)１  「大株主及び持株比率（2024年３月31日現在）」は、公開買付者が2024年６月20日に提出した有価証券報告

書（第147期）の「大株主の状況」より引用しています。

２  「所有割合」とは、当社が2024年３月29日に公表した「2024年５月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕

（非連結）」に記載された2024年２月29日現在の当社の発行済株式総数（35,497,183株）から、同日時点の

当社が所有する自己株式数（3,373,302株）を控除した株式数（32,123,881株）に対する割合（小数点以下

第三位を四捨五入。）をいいます。

(2) 本公開買付けの概要

①買付け等を行う株券等の種類

普通株式

②買付け等の期間

2024年６月21日（金曜日）から2024年８月５日（月曜日）まで（31営業日）

③買付け等の価格

普通株式１株につき金3,700円

④買付予定の株券等の数

買付予定数        18,390,057株

買付予定数の下限   7,682,076株

買付予定数の上限          －株
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